经验总结（针对本公司的实验箱）：

1， 一般PCB基本设计流程如下：前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线->布线优化和丝印->网络和DRC检查和结构检查->制板。

2， 印制板的面积不能超过500*500mm，长宽比例最好为3比2。

3， PCB图应与原理图相吻合。 
4， 整体布局要美观，避免重心不稳，器件排列要整齐，散而均匀，并要兼顾信号的流向，注意印制板的四个脚应导成圆弧。

5， 一体化的实验箱，功能模块的分区合理，美观，匀称，注意模块之间的相互联系，印制板的边框丝印应保持一致，为50MIL，各模块的边框丝印的距离应保持一致，为100MIL。

6， 对于模块化的实验箱，印制板的边框丝印应保持一致，为20MIL。

7， 各模块都有的器件如开关，发光二级管，地测试沟等最好是放在相同的位置上。

8， 各模块上的电位器，使其旋转方向一致时，所改变的参量（幅度或频率）同为增大或减小，便于调试。

9， 需要装有机玻璃板的实验箱，布线前要预留有机玻璃板的安装孔。 

10， 对于有方向的器件最好使方向保持一致，便于焊接和安装。

11， 需要散热的元件在顶层和底层加阻焊。

12， 质量大的元器件应考虑安装位置和安装强度。

13， 可调器件，其周围应给调试工具或徒手调节留有足够的空间。

14， 对于台阶插座和测试沟等器件，应注意器件之间的间距，避免发生结构冲突。

15， 器件的丝印排列大小一致（高55 MIL，宽6MIL），整齐，美观，过孔不能压在上面，各分区模块的文字标识字体须大小一致，汉字一般为小四，楷体，印制板上应有公司名称的标识符。

16， 插针和插座之类的器件孔径不得小于0.9毫米。

17， 顶层与底层的器件分配应合理。

18， 三脚器件要特别注意封装（管脚序号），如三级管，7905，等。

19， 焊盘上不能放置过孔，以免造成焊接时出现虚焊，桥接等现象。

20， 过孔一般为20*40MIL，且过孔不能压住丝印，电源孔应试电流大小而定，不能过小。

21， 在非布线区域（螺钉孔周围），尽量不要布线。

22， 布局完成后，可以先用自动布线，当布通率小于80%时，很有可能手动是布不通的，这是就要重新考虑布局。

23， 地的完整性检查（冒块地与一个大的接地面的连接最大宽度是否达到5MM，若小于此值，则应在地上加接地孔，以防止地的回流出现瓶颈效应）。

24， 铺地的设置：栅格20MIL，线宽22MIL，长度8MIL。

25， 模拟地与数字地分开，单点连接。

26， 铺完地后一定要做DRC检查，间距一般设为10MIL，有的器件管脚较密，也可以设为8MIL，据具体情况而定。

27， 写制板要求时要特别注意A：板厚，面积较大的为2毫米，小模快一般为1.6毫米。  B：阻焊，一般为蓝色，特殊的如高频标识板为白色。
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